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Instrumentation
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Arborescence
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Crédits 2006-2008
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Répartition des crédits 2008
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Cryogénie

DIVERS - Electronique et
micro électronique
Détecteurs Génériques

EB-CMOS
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Microélectronique

Quid de CMP dans les nouveaux Instituts ?

Building Blocks

0,35 µm
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EB-CMOS

Imagerie ultrarapide
de fluorescence et

bioluminescence in vivo
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Microélectronique 3DIT

Capteur 3D

Partie digitale

Techniques
d’Intégration

3D
Partie analogique
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Microélectronique 3DIT

Coopération avec Fermilab, qui va soumettre un run multi-
projet en technologie « Tezzaron » :

2 couches d’électronique seulement (Chartered 0.13µm)
Bonding face to face
Taille réticule 32*24 mm
12 wafers 3 D attendus à partir de 25 wafers de départ
12 semaines de délai
Coût total = 250 k$ = 160 k€ ( moins cher qu’un run IBM 0.25 µm !!!!)

« Vend »des morceaux de réticule de 5* 24  mm

2008 : Tour d’horizon des industriels européens : 
IMEC, IZM, LETI
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Microélectronique 3DIT

Contenus possibles du « Réticule » :

Structures de test génériques (CMP)

Pixels CMOS (IPHC+IRFU)

Étude de nouvelles cellules pixels hybrides (LAL)

Transfert du FEI4_prototype prévu pour l’upgrade 
d’ATLAS  (CPPM)

Chip de lecture mini-strips (LPNHE)

Run prévu début 2009
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Matrices de Bolomètres
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Microélectronique à 4.2K
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Cryogénie

Ex. : Solar driven cooler, renewable energy for 
cooling applications

TA-EngineTA-cooler

Solar heat Ambient HXAmbient HX Cold HX

TA-EngineTA-cooler TA-EngineTA-cooler

Solar heat Ambient HXAmbient HX Cold HX

Thermo acoustique  :
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Xénon Liquide
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Scintillateurs

Alvéoles en composite carbone

Cristaux PbWO4 ou LaBr3

Simulation thermique
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G.I.P. MIND

Inauguration le 
14 octobre 2008
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S.B.A.D.E.

Présentation au CS du 21 oct. 2008 (J. Martino) :
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